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탄화규소가 코팅된 탄소섬유 복합체 및 그 제조방법

     Step.01
상품 개요

□ 기계적 물성을 저하시키지 않으면서 높은 열전도도를 구현할 수 있는 탄소섬유 복합체 및 

그 제조방법에 관한 것 

   - 본 발명은 탄소섬유 및 탄소섬유 표면에 코팅된 탄화규소를 포함하는 탄소섬유 복합체 

및 이를 방열 소재로 이용한 전자제품을 제공하고 있음 

     Step.02
개발 현황 □ 열전도도가 높은 금속은 전자기기에 대부분 사용되는 소재이나, 밀도가 높아 제품의 경량화가 

어려우며 제품의 제조단가를 높이는 원인이 되기도 함 

   - 발열소재를 포함하는 전자기기 대부분의 본체, 섀시, 방열판 등의 재료는 열전도도가 높은 

금속이 가장 많이 사용되고 있음 

   - 다른 재료들에 비해, 금속은 흡수한 열을 주위로 빠르게 확산 시키는 특성이 있으며, 

이를 이용하면 열에 민감한 전자부품이 국부적인 고온상태에 놓이는 것을 예방할 수 

있으며, 금속은 높은 기계적 강도를 가지며, 판금, 금형, 절삭 등의 가공성을 겸비하고 있어 

복잡한 형상으로의 가공이 필요한 방열용 재료로 사용이 적절함 

   - 그러나, 금속은 상대적으로 높은 밀도를 갖기 때문에 제품의 경량화에 장애가 되고, 제조 

단가를 높이는 원인으로 작용되는 문제점이 있음

     Step.03
기술 상품 소개 □ 방열 특성이 필요한 전자제품 등에 다양하게 활용 가능함 

   - 본 발명은 실리카 졸을 이용하여 탄소섬유를 코팅하며, 딥코팅, 스핀코팅, 스크린코팅 등 

다양한 코팅 방법이 제한 없이 적용 가능하며 코팅된 탄소섬유를 900~1200℃에서 1차 

열처리 하는 단계를 포함함

   - 이후, 1300~1600℃에서 2차 열처리를 하는데, 이때 탄소섬유의 표면에 부착된 실리카 

입자의 산화물을 탄화규소로 전환시키며 이후, 초음파 처리를 통해 바인더 수지에 2차 

열처리 된 탄소섬유를 분산시키는 단계를 포함함 

   - 본 발명에 따른 탄소섬유 복합체는 탄소섬유로 형성되어 중량을 감소시킬 수 있으며, 

높은 열전도도를 이용하여 우수한 방열 효율을 구현할 수 있음

     Step.04
기술완성도 및

상용화 소요기간
기초

이론/실험

아이디어, 
특허 등
개념 정립

실험실 규모의
기본성능 검증

실험실 규모의
소재/부품

/시스템 성능
검증

확정된
소재/부품/시스템
시작품 제작 및

성능 평가

파일롯 규모
시작품 제작
및 성능
평가

신뢰성평가
및 수요기업

평가
사업화

1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 7단계 8단계 9단계

기초 연구단계 실험단계 시작품 단계 실용화 단계 사업화

시제품 인증
및 표준화

상용화 소요시기: 1~3 년
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탄화규소가 코팅된 탄소섬유 복합체 및 그 제조방법

     Step.05
시장적용분야 및

상품시장정보

시 장 적 용 분 야

□ 최근 전자기기의 경량화, 소형화, 다기능화가 추구됨에 따라 전자 

소자가 고집적화 될수록 더 많은 열이 발생하여 주변 소자의 

오작동, 기판 열화 등을 일으켜 방출 열을 제어할 수 있는 

기술에 대한 수요가 증가하고 있음 

   - 본 발명을 통한 탄소섬유 복합체는 방열소재로 이용될 수 

있으며, 이는 다양한 형태로 제품화가 가능하여 전자 제품 

등에서 활용 가능함 

   - 전자제품으로는 PC, 휴대폰, 디스플레이 장치, 통신장비, 엔진, 

모터, 배터리, LED 램프, 히터, 하우징 재료 등이 있으며 이밖에도 

여러 형태의 가전제품으로도 적용 가능함  

상 품 시 장 정 보

□ 사물인터넷 및 이를 적용한 스마트 홈 가전 시장이 커짐에 따라 

전자기기 시장도 함께 성장할 전망이며, 이에 따라 방열 소재에 

대한 수요가 증가할 전망임 

   - 전자기기의 다기능화에 따라 사물인터넷(IoT) 시장이 증가하고 

있으며, IoT와 연결되는 전자기기 수는 2017년 약 200억 개

에서 2021년에는 500억 개에 달할 만큼 높은 시장성장을 보일 

전망임 

   - 사물인터넷(IoT)을 적용한 스마트 홈 가전 시장 규모 역시 

지난 2015년 575억 달러(약 65조원)에서 2019년 1,115억 달러

(약 1,220조원)으로 연평균 19% 증가할 전망임 

     Step.06
상품추가정보 및 

권리사항

상 품 추 가 정 보 권 리 현 황

패밀리 특허현황 WO2014030782A1 외 4건

패밀리 국가 PCT. KR, US

판매금액 협상 가능

등록번호 10-14252700000

권리자 한국세라믹기술원
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